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Internal Temperature Distribution Imaging by Real-Time Simulation 
Ryosuke Nagao*， Akihiko Watanabe，Ichiro Omura (Kyushu Institute of Technology) 
Internal temperature imaging system based on a real-time simulation concept is proposed. This system was 
constructed by combination of a LabVIEW monitoring system and a thermal simulator written with MATLAB. Internal 
temperature distribution was simulated simultaneously from monitored surface temperature. This system achieves 
non-destructive analysis of power devices in operation. 
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図 1 リアルタイム故障解析の概念 























































また、図 4に示すｘ軸に沿った温度プロファイルを図 6に 
 
(a)シミュレーション結果 
(a) Simulation result by proposed model 
 
(b)Icepakとの相対誤差 
(b) Relative error comparing with Icepak 
図 2 作成した熱シミュレータによる非定常解析結果 







図 3 リアルタイム内部温度可視化システムの構成 





























図 4 金属ブロックのサイズと温度計による温度測定点 












































図 5 金属ブロック内部温度分布の時間変化 
Fig.5. Time variation of the temperature distribution inside the metal block 
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      (a)Heating        (b)Natural convection cooling 
図 6 金属ブロック内部温度のラインプロファイル 
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図 7 内部温度可視化システムと実測温度の比較 
Fig.7. Temperature variation by internal temperature 
imaging system and thermometer 
 
 
図 8. パワーデバイス内部温度可視化システムの構成 
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